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Basismaterialbeschaffenheit nach Isola 1IS400 und I1S410

An die Zuverlissigkeit von Leiterplatten werden zunehmend hohere Anspriiche gestellt. Entscheidende Einflussgréfien sind neben
dem eigentlichen Leiterplattenlayout vor allem die thermischen Eigenschaften von Basismaterialien, wie Glasiibergangstemperatur
Tg, Delaminationszeit T260 bzw. T288, thermische Zersetzung TD und das Ausdehnungsverhalten in z-Richtung.
Vielfach wird die Zuverlédssigkeit von Leiterplatten iiber Temperaturwechseltests gepriift, vor allem fiir Automobil-Anwendungen.
Typische Bedingungen sind dabei -40 °C bis + 125 °C/> 500 Zyklen oder -40 °C bis + 140 °C/>1.000 Zyklen.
Es hat sich gezeigt, dass nur Basismaterialien mit einer geringen Ausdehnung in z-Richtung diese Tests bestehen.
Fiir zuverlassige, zyklenfeste Leiterplatten bietet diese Qualitdt ausgezeichnete Voraussetzungen, um Hiilsenrisse, Kantenabrisse,
Harzriickzug und andere Versagensmechanismen zu verhindern.

Typische Anwendungsgebiete normales Basismaterial

Hochlagige Multilayer
Industrie-Elektronik
Automobil-Elektronik
Feinstleiterstrukturen
Hochtemperaturelektronik

Besondere Merkmale

e Hohe thermische Bestindigkeit:
e Tgca. 150 °C

e T260 > 60 min

e T288 5 min

e TDca.330°C

Geringe Ausdehnung in z-RichtungAlpha z = 40-45 ppm/K @ RT-120 °C
TCT > 1.000 Zyklen/- 40 °C bis +140 °C

Geringe Wasseraufnahme

Geringe Oberflichenrauigkeit

Dimensionsstabil

CAF-enhanced

Typische Anwendungsgebiete eines hoher temperaturbestindigen Basismaterials

Dieses Material basiert auf einem Hoch-Tg-Epoxysystem, dessen Glasiibergangstemperatur nominal bei 170 - 180 °C (DSC) liegt.
Diese Qualitit zeichnet sich durch eine sehr hohe Wirme- und Chemikalienbestidndigkeit aus. Gerade in Bezug auf die zunehmende
thermische Beanspruchung bei der bleifreien Verbindungstechnik erfiillt dieses Material Anforderung in besonderem Mal3e.

Produkteigenschaften

Typischer Tg-Wert (DSC): 170 - 180 °C

Hohe thermische Bestdndigkeit, T260 > 60 min, T288 > 30 mi
TD: 360 °C Hohe Chemikalienbestindigkeit

CAF-enhanced*



® Hohe Bestidndigkeit bei Lotschocktest (6 x Lottest 10 s bei 288 °C)
e Vollstindige Aushidrtung ohne Nachtempern

Priifbedingungen: 1000 Stunden bei

e 85°C
e 85 % rel. Luftfeuchte und
e 100V

Einheit Spezifikation Isola-Wert
. Datenblatt-Hr: IPC-4101B:24 IPC-4101B/24

. Haftfestigkeit, minimal
A, Lowy Profile Kupferfalie und

1. %ery Low Profile Kupferfolie

2. alle Kupfergewichte =17 pm P 0.ra niz
B. Standard Profile Kupferfolie (35 pm)
1. nach Warmeschock Pimim 0.a0 1.07
2. bei125°C Pmim o a7
3. nach Lagerung in Prozef:-Lasungen Pt 055 110
. Alle anderen Falien-Artens-Typen P nis niz
. Spez. Durchgangswiderstand, minimal
&, C-96f35/90 W cm 1 gro° B.OM0°
B. nach Klimalagerung M x cm nda iz
Z. bei erhidhter Temperatur MO % cm 4 0 0° 40M0°
4. Oberflachenwiderstand, minimal
A C-OB/35/00 Mi 1040t g.040°
B. nach Klimalagerung ([} n'a nia
. hei erhdbter Temperstur by 1 oM 0° 0407

. Feuchteaufnahme, maximal

. Durchzchlagsfestigkeit, minimal

. Dielektrizitatszahl bei 1MHz, maximal

. Dielektrischer Werlustfaktor bei 1MHz, maximal

. Biegefestigkeit, minimal
A Langsrichtung iR nia nia
B. Cuerrichtung Mbnim® nis nia

10. Biegefestigkeit bei erhohter Temperatur
11. Wiarme=schock bei 288 “C, minimal

A ungestt = ==10 ==10
B. gedtzt 3 ==10 ==10
12. Elektrische Festigkeit, minimal 36
13. Brennbarkeit (class) V-0
14. Glagibergangstemperatur (Tg) & 170 - 180
15. Ausdehnungskoeffizient (o) TMA
A, schussrichtung (unterhalk Tg Foberhalb To) prm i 5
B. Kettrichtung furterhalk Tg Foberbalb T ppmik T T

Z. Werikal (unterhalk Ty f oberhalb Te) Fapamak - -



